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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部が上下に第１空間と第２空間に区画されるとともに、側面に前記第１空間の内外を
貫通する吸気口と排気口とが対向して設けられる筺体と、前記吸気口に設けられる吸気フ
ァンと、前記排気口に設けられる排気ファンと、前記第１空間内に収容されるＬＥＤ回路
基板と、該ＬＥＤ回路基板の表面に実装される複数のＬＥＤと、該ＬＥＤ回路基板の裏面
に取り付けられるヒートシンクと、前記第２空間内に収容される前記ＬＥＤ回路基板の電
源装置とを備え、
　前記筐体の下面には、前記第１空間の下部を開閉させる蓋が設けられ、該蓋の裏面の四
隅に支持台が設けられ、該支持台の上部に前記ＬＥＤ回路基板が設けられ、
　前記蓋の中央部に、前記第１空間の内外を貫通する露出窓が設けられ、該露出窓に前記
複数のＬＥＤが露出され、
　前記支持台により、前記第１空間と前記ＬＥＤ回路基板の表面との間を連通する隙間が
形成され、
　前記蓋を開閉させることにより、前記ＬＥＤ回路基板、前記複数のＬＥＤ、及び前記ヒ
ートシンクが前記第１空間内から出し入れ可能に構成されていることを特徴とするＬＥＤ
照明装置。
【請求項２】
　内部が上下に第１空間と第２空間に区画されるとともに、側面に前記第１空間の内外を
貫通する吸気口と排気口とが対向して設けられる筺体と、前記吸気口に設けられる吸気フ
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ァンと、前記排気口に設けられる排気ファンと、前記第１空間内に収容されるＬＥＤ回路
基板と、該ＬＥＤ回路基板の表面に実装される複数のＬＥＤと、該ＬＥＤ回路基板の裏面
に取り付けられるヒートシンクと、前記第２空間内に収容される前記ＬＥＤ回路基板の電
源装置とを備え、
　前記筐体の側面には、前記第１空間の側部を開閉させる蓋が設けられ、
　前記筐体の下面には、前記第１空間の内外を貫通する露出窓が設けられ、該露出窓に前
記複数のＬＥＤが露出され、
　前記第１空間内には、前記露出窓に沿うように一対のレールが設けられ、各レールには
、前記筐体の側面方向に貫通するとともに、前記第１空間と前記ＬＥＤ回路基板の表面と
の間を連通する複数の開口部が設けられ、該一対のレールによって前記ＬＥＤ回路基板が
出し入れ可能に支持され、
　前記蓋を開閉させることにより、前記ＬＥＤ回路基板、前記複数のＬＥＤ、及び前記ヒ
ートシンクが前記一対のレールを介して前記第１空間内から出し入れ可能に構成されてい
ることを特徴とするＬＥＤ照明装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ照明装置に関し、特に、大容量ＬＥＤ照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤ照明装置の一例が特許文献１に記載されている。このＬＥＤ照明装置は、アルミ
ニウム製のＬＥＤ回路ボードに、放熱フィンを有するヒートシンクと、空気を流通させる
ための複数の空気流通孔とを設け、このＬＥＤ回路ボードに複数のＬＥＤ（発光ダイオー
ド）を実装し、この状態でＬＥＤ回路ボードを複数の空気流通孔を有する筐体内に収容す
るとともに、筐体上部に、筐体内を換気するためのマイクロファンを設けたものである。
【０００３】
　このような構成のＬＥＤ照明装置は、マイクロファンの駆動により、筐体内を強制的に
換気し、この際に、ＬＥＤ回路ボードのヒートシンク、空気流通孔、及びヒートシンクエ
ンクロージャーの空気流通孔を利用して、筐体内外で空気を流通させることにより、ＬＥ
Ｄの熱を効率良く放熱させることができ、ＬＥＤ照明装置が取り付けられる壁や天井等が
ＬＥＤの熱によって劣化等するのを防止することができる。
【０００４】
　しかし、上記のような構成のＬＥＤ照明装置を、例えば、１ｋＷの水銀灯相当のＬＥＤ
（１０００個程度）を使用するような高照度の照明装置に適用した場合、上記のマイクロ
ファン、ヒートシンク、空気流通孔だけでは、ＬＥＤからの熱を効率良く放熱させること
ができず、ＬＥＤ照明装置が取り付けられる壁や天井等がＬＥＤの熱によって劣化等する
おそれがある。
【０００５】
　また、寿命や故障等によってＬＥＤを新しいものと交換する場合、筐体を分解してＬＥ
Ｄ回路ボードを取り外し、ＬＥＤ回路ボード上の対象のＬＥＤを新しいものと交換し、こ
の後に、再度、筐体を組み立てて、筐体の内部にＬＥＤ回路ボードを収容しなければなら
ず、その作業に非常に手間がかかる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－４９０１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記のような従来の問題に鑑みなされたものであって、大容量のＬＥＤの熱
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を効率良く放熱させることができるとともに、ＬＥＤの交換が容易なＬＥＤ照明装置を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記のような課題を解決するために、本発明は、以下のような手段を採用している。
　すなわち、本発明は、内部が上下に第１空間と第２空間に区画されるとともに、側面に
前記第１空間の内外を貫通する吸気口と排気口とが対向して設けられる筺体と、前記吸気
口に設けられる吸気ファンと、前記排気口に設けられる排気ファンと、前記第１空間内に
収容されるＬＥＤ回路基板と、該ＬＥＤ回路基板の表面に実装される複数のＬＥＤと、該
ＬＥＤ回路基板の裏面に取り付けられるヒートシンクと、前記第２空間内に収容される前
記ＬＥＤ回路基板の電源装置とを備え、前記筐体の下面には、前記第１空間の下部を開閉
させる蓋が設けられ、該蓋の裏面の四隅に支持台が設けられ、該支持台の上部に前記ＬＥ
Ｄ回路基板が設けられ、前記蓋の中央部に、前記第１空間の内外を貫通する露出窓が設け
られ、該露出窓に前記複数のＬＥＤが露出され、前記支持台により、前記第１空間と前記
ＬＥＤ回路基板の表面との間を連通する隙間が形成され、前記蓋を開閉させることにより
、前記ＬＥＤ回路基板、前記複数のＬＥＤ、及び前記ヒートシンクが前記第１空間内から
出し入れ可能に構成されていることを特徴とする。
【０００９】
　本発明のＬＥＤ照明装置によれば、吸気ファン及び排気ファンを駆動させることにより
、外部から空気が吸気口を介して第１空間内に吸い込まれ、第１空間内を循環して排気口
から第１空間外に排出され、この際の空気の流れにより、ＬＥＤ回路基板、ＬＥＤ、及び
ヒートシンクが効率良く冷却され、ＬＥＤの発熱による温度上昇が抑制される。
　この場合、支持台により、ＬＥＤ回路基板の表面と蓋の裏面との間に支持台の高さに相
当する隙間が形成されているので、この隙間を介して吸気口を介して第１空間内に吸い込
まれた空気の一部がＬＥＤ回路基板の表面側に導かれ、この空気の流れによって露出窓に
露出されているＬＥＤが直接に冷却される。また、筐体の下面側において、外部の空気が
蓋の露出窓から蓋の裏面とＬＥＤ回路基板の表面との間の隙間に導かれ、この隙間を介し
て排気口に導かれ、この空気の流れによってＬＥＤが直接に冷却される。
　従って、１ｋＷの水銀灯相当のＬＥＤを使用するような高照度の照明装置に適用した場
合であっても、大容量のＬＥＤの発熱を抑制することができるので、大容量のＬＥＤの熱
によってＬＥＤ照明装置を取り付ける壁、天井等が劣化等するのを防止できる。
　また、筐体の下面の蓋を開閉させて、筐体の第１空間の下部を開閉させることにより、
第１空間内から蓋と一体にＬＥＤ回路基板、ＬＥＤ、及びヒートシンクを出し入れ可能に
構成したので、ＬＥＤを寿命、故障等によって新しいものと交換する場合に、筐体を壁や
天井等から取り外すことなく、第１空間内から蓋と一体にＬＥＤ回路基板、ＬＥＤ、及び
ヒートシングを取り出し、ＬＥＤの交換後に、蓋と一体にＬＥＤ回路基板、ＬＥＤ、及び
ヒートシングを再び第１空間内に収納することができ、ＬＥＤの交換作業を容易に行うこ
とができる。
【００１０】
　また、本発明は、内部が上下に第１空間と第２空間に区画されるとともに、側面に前記
第１空間の内外を貫通する吸気口と排気口とが対向して設けられる筺体と、前記吸気口に
設けられる吸気ファンと、前記排気口に設けられる排気ファンと、前記第１空間内に収容
されるＬＥＤ回路基板と、該ＬＥＤ回路基板の表面に実装される複数のＬＥＤと、該ＬＥ
Ｄ回路基板の裏面に取り付けられるヒートシンクと、前記第２空間内に収容される前記Ｌ
ＥＤ回路基板の電源装置とを備え、前記筐体の側面には、前記第１空間の側部を開閉させ
る蓋が設けられ、前記筐体の下面には、前記第１空間の内外を貫通する露出窓が設けられ
、該露出窓に前記複数のＬＥＤが露出され、前記第１空間内には、前記露出窓に沿うよう
に一対のレールが設けられ、各レールには、前記筐体の側面方向に貫通するとともに、前
記第１空間と前記ＬＥＤ回路基板の表面との間を連通する複数の開口部が設けられ、該一
対のレールによって前記ＬＥＤ回路基板が出し入れ可能に支持され、前記蓋を開閉させる
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ことにより、前記ＬＥＤ回路基板、前記複数のＬＥＤ、及び前記ヒートシンクが前記一対
のレールを介して前記第１空間内から出し入れ可能に構成されていることを特徴とする。
【００１１】
　本発明のＬＥＤ照明装置によれば、吸気ファン及び排気ファンを駆動させることにより
、外部から空気が吸気口を介して第１空間内に吸い込まれ、第１空間内を循環して排気口
から第１空間外に排出され、この際の空気の流れにより、ＬＥＤ回路基板、ＬＥＤ、及び
ヒートシンクが効率良く冷却され、ＬＥＤの発熱による温度上昇が抑制される。
　また、吸気ファンの駆動により吸気口から第１空間内に吸い込まれた空気の一部が、レ
ールの開口部を介して筐体の下面の露出窓に導かれ、この空気の流れによって露出窓に露
出されているＬＥＤが直接に冷却される。また、排気ファンの駆動により、筐体の下面側
の外気が露出窓から第１空間内に吸い込まれ、レールの開口部を介して排出口に導かれ、
この空気の流れによって露出窓に露出されているＬＥＤが直接に冷却される。
　従って、１ｋＷの水銀灯相当のＬＥＤを使用するような高照度の照明装置に適用した場
合であっても、大容量のＬＥＤの発熱を抑制することができるので、大容量のＬＥＤの熱
によってＬＥＤ照明装置を取り付ける壁、天井等が劣化等するのを防止できる。
　また、筐体の側面の蓋を開閉させて、筐体の第１空間の側部を開閉させることにより、
レールに支持されているＬＥＤ回路基板、ＬＥＤ、及びヒートシンクを第１空間内から出
し入れすることができるので、ＬＥＤを寿命、故障等によって新しいものと交換する場合
に、筐体を壁や天井等から取り外すことなく、第１空間内からレールを介してＬＥＤ回路
基板、ＬＥＤ、及びヒートシングを取り出し、ＬＥＤの交換後に、レールを介してＬＥＤ
回路基板、ＬＥＤ、及びヒートシングを再び第１空間内に収納することができ、ＬＥＤの
交換作業を容易に行うことができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上、説明したように、本発明のＬＥＤ照明装置によれば、筐体の内部を第１空間と第
２空間とに区画し、第１空間内に、表面に複数のＬＥＤを実装し、裏面にヒートシンクを
取り付けたＬＥＤ回路基板を収容し、さらに、吸気ファン及び排気ファンの駆動により、
外部から空気を吸気口を介して第１空間内に吸込み、第１空間内を循環させた後に、排気
口から第１空間外に排出させるように構成したので、第１空間内のＬＥＤ回路基板、ＬＥ
Ｄ、及びヒートシングを効率良く冷却し、ＬＥＤの発熱による温度上昇を抑制することが
できる。
　また、ＬＥＤ回路基板の表面と蓋の裏面との間の隙間を介して吸気口を介して第１空間
内に吸い込まれた空気の一部をＬＥＤ回路基板の表面側に導くことができ、また、筐体の
下面側において、外部の空気を蓋の露出窓から蓋の裏面とＬＥＤ回路基板の表面との間の
隙間を介して排気口に導くことができ、これらの空気の流れによってＬＥＤを直接に冷却
することができる。また、吸気口を介して第１空間内に吸い込まれた空気の一部を、レー
ルの開口部を介して筐体の下面の露出窓に導くことができ、また、筐体の下面側の外気を
露出窓を介して第１空間内に吸い込み、レールの開口部を介して排出口に導くことができ
、これらの空気の流れによって露出窓に露出されているＬＥＤを直接に冷却することがで
きる。
　従って、１ｋＷの水銀灯相当のＬＥＤを使用するような高照度の照明装置に適用した場
合であっても、大容量のＬＥＤの発熱を抑制することができるので、大容量のＬＥＤの熱
によってＬＥＤ照明装置を取り付ける壁、天井等が劣化等するのを防止できる。
　また、ＬＥＤ回路基板、ＬＥＤ、及びヒートシンクを第１空間内から出し入れ可能に構
成したので、筐体を壁や天井等から取り外すことなく、第１空間内からＬＥＤ回路基板、
ＬＥＤ、及びヒートシンクを出し入れすることにより、対象のＬＥＤの交換作業を容易に
行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明によるＬＥＤ照明装置の第１の実施の形態を示した斜視図である。
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【図２】図１のＡ方向から見た斜視図である。
【図３】図１の下蓋を開いた状態を示した説明図である。
【図４】第１の実施の形態のＬＥＤ照明装置の正面図である。
【図５】図４の左側面図である。
【図６】図４の右側面図である。
【図７】図４の下面図である。
【図８】仕切り板の平面図である。
【図９】下蓋の平面図である。
【図１０】本発明によるＬＥＤ照明装置の第２の実施の形態を示した斜視図である。
【図１１】図１０のＢ方向から見た斜視図である。
【図１２】図１０の筐体の内部を示した説明図であって、ＬＥＤ回路基板、ＬＥＤ、及び
ヒートシングを第１空間内に収容した状態を示した説明図である。
【図１３】図１０の筐体の内部を示した説明図であって、ＬＥＤ回路基板、ＬＥＤ、及び
ヒートシングを第１空間内から取り出した状態を示した説明図である。
【図１４】第２の実施の形態のＬＥＤ照明装置の正面図である。
【図１５】図１４の左側面図である。
【図１６】図１４の右側面図である。
【図１７】図１４の下面図である。
【図１８】レールの平面図である。
【図１９】図１８の正面図である。
【図２０】図１９の右側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
　図１～図９には、本発明によるＬＥＤ照明装置の第１の実施の形態が示されている。こ
のＬＥＤ照明装置１は、図１～図３に示すように、筺体２と、筺体２の内部に収容される
ＬＥＤ回路基板３１と、ＬＥＤ回路基板３１の表面に実装される複数のＬＥＤ３２（発光
ダイオード）と、ＬＥＤ回路基板３１の裏面に取り付けられるヒートシンク３３と、筺体
２の内部に収容されるＬＥＤ回路基板３１の電源装置３６とを備えている。
【００２０】
　本実施の形態においては、１ｋＷの水銀灯に相当する高照度が得られるようにするため
に、アルミ製のＬＥＤ回路基板３１の表面に１０００個程度のＬＥＤ３２を実装している
。また、ＬＥＤ回路基板３１の裏面に、ＬＥＤ回路基板３１の全体に亘る大きさのアルミ
製のヒートシンク３３を取り付けている。
【００２１】
　ヒートシンク３３は、例えば、アルミ製の帯板を蛇腹状に折り曲げて構成したものであ
って、複数の放熱フィン３４がＬＥＤ回路基板３１の長手方向に沿って所定の間隔ごとに
配置されるように、ＬＥＤ回路基板３１の裏面に取り付けられている。
【００２２】
　筺体２は、図４～図９に示すように、上板３、下板４、左側板６、右側板８、前板１０
、及び後板１２からなる四角形箱状をなすものであって、内部が仕切り板１３によって上
下方向に第１空間１５と第２空間１６の２つの空間に区画され、第１空間内１５にＬＥＤ
回路基板３１が収容され、第２空間１６内に電源装置３６が収容され、ＬＥＤ回路基板３
１と電源装置３６とは、ケーブル３７（図３参照）を介して電気的に接続されている。
【００２３】
　図８に示すように、仕切り板１３には、複数のスリット１４が設けられ、このスリット
１４を介して第１空間１５と第２空間１６との間が相互に連通し、空気が相互に流通する
ように構成されている。また、図３に示すように、仕切り板１３のスリット１４は、第１
空間１５内のＬＥＤ回路基板３１と第２空間１６内の電源装置３６とを電気的に接続する
ケーブル３７を挿通させる機能も兼ね備えている。
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【００２４】
　図１～図３、図５、及び図６に示すように、筐体２の左側板６の複数箇所（本実施の形
態では４箇所）には、第１空間１５の内外を貫通する四角形状の吸気口７が設けられ、右
側板８の複数箇所（本実施の形態では４箇所）には、第１空間１５の内外を貫通する四角
形状の排気口９が各吸気口７と対向するように設けられている。
【００２５】
　各吸気口７には、それぞれ吸気ファン１７が設けられ、各排気口９には、それぞれ排気
ファン１８が設けられ、各吸気ファン１７及び各排気ファン１８の駆動により、筐体２の
外部から空気が各吸気口９を介して第１空間１５内に吸い込まれ、第１空間１５内を通過
した後に、各排気口９から第１空間１５外に排出される。
【００２６】
　図２及び図７に示すように、筐体２の下板４には、第１空間１５の内外を貫通する長方
形状の開口５が設けられ、この開口５を開閉可能に筐体２の下板４に下蓋１９が取り付け
られ、この下蓋１９を開閉させることにより、筐体２の第１空間１５内からＬＥＤ回路基
板３１、ＬＥＤ３２、及びヒートシンク３３を出し入れすることができる。
【００２７】
　図２、図３、及び図９に示すように、下蓋１９は、筐体２の下板４の開口５に嵌合可能
な大きさの長方形板状に形成され、幅方向の一端が蝶番２２を介して筐体２の下板４の開
口５の周縁部に連結されている。下蓋１９を蝶番２２を中心として筐体２から離れる方向
又は近づく方向に回動させることにより、筐体２の下板４の開口５が開閉される。
【００２８】
　図９に示すように、下蓋１９の幅方向の他端には、帯板状の係止爪２１が全長に亘って
一体に設けられ、この係止爪２１を筐体２の下板４の開口５の周縁部に係止させることに
より、下蓋１９が下板４の開口５から第１空間１５内に入り込むのが防止される。下蓋１
９は、下板４の開口５を閉じた状態で、ねじ、バンド等の固定部材３０によって筐体２に
固定され、固定部材３０による固定状態を解除することにより、下板４の開口５を開閉さ
せることができる。
【００２９】
　図９に示すように、下蓋１９の裏面の四隅には、中心部にねじ挿通孔２４を有する所定
の高さの支持台２３がそれぞれ一体に設けられ、この４つの支持台２３の上部にＬＥＤ回
路基板３１が搭載されている。ＬＥＤ回路基板３１の四隅には、ねじ挿通孔（図示せず）
が設けられ、ＬＥＤ回路基板３１のねじ挿通孔と支持台２３のねじ挿通孔２４との間にね
じ（図示せず）を挿通させてナット（図示せず）で締め付けることにより、ＬＥＤ回路基
板３１が下蓋１９の裏面に固定される。下蓋１９の中央部には、長方形状の露出窓２０が
設けられ、この露出窓２０を介して下蓋１９の裏面側に固定されたＬＥＤ回路基板３１の
表面のＬＥＤ３２が露出される。
【００３０】
　下蓋１９の裏面の支持台２３上部にＬＥＤ回路基板３１を搭載させることにより、ＬＥ
Ｄ回路基板３１の表面と下蓋１９の裏面との間に支持台２３の高さに相当する隙間が形成
され、この隙間を介して吸気口７を介して第１空間１５内に吸い込まれた空気の一部がＬ
ＥＤ回路基板３１の表面側に導かれ、さらに、ＬＥＤ回路基板３１の表面側の空気がこの
隙間を介して排気口に導かれ、排気口から第１空間外に排出され、この空気の流れによっ
てＬＥＤ回路基板３１の表面側のＬＥＤ３２が直接に冷却される。
【００３１】
　なお、上記のＬＥＤ照明装置１は、筐体２を壁、天井等に直接に取り付けてもよいし、
コ形状の取付部材（図示せず）を筐体２に取り付け、この取付部材を介して壁、天井等に
取り付けるように構成してもよい。取付部材を使用する場合には、取付部材に筐体２を取
付角度を調整可能に取り付けることにより、ＬＥＤ照明装置１の向きを調整することが可
能となる。
【００３２】
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　上記のように構成した本実施の形態のＬＥＤ照明装置１は、各吸気ファン１７及び各排
気ファン１８を駆動させることにより、外部から空気が各吸気口７を介して第１空間１５
内に吸い込まれ、第１空間１５内を通過した後に、各排気口９から第１空間１５外に排出
される。この際に、第１空間１５内において、各吸気口７からヒートシンク３３の隣接す
る放熱フィン３４間の隙間３５を介して各排気口９に向かう空気の流れが生じ、また、各
吸気口７からＬＥＤ回路基板３１の表面と下蓋１９の裏面との間の隙間を介して下蓋１９
の露出窓２０に向かう空気の流れが生じるとともに、各吸気口７から第１空間１５及び仕
切り板１３のスリット１４を介して第２空間１６に向かい、第２空間１６内を通過した後
に、スリット１４、第１空間１５を介して各排気口９に向かう空気の流れが生じ、さらに
、筐体２の下面側において、外部の空気を下蓋１９の露出窓２０から下蓋１９の裏面とＬ
ＥＤ回路基板３１の表面との間の隙間に導き、この隙間を介して各排気口９に向かう空気
の流れが生じる。
【００３３】
　従って、上記のような空気の流れにより、第１空間１５内のＬＥＤ回路基板３１、ＬＥ
Ｄ３２、ヒートシンク３３、及び第２空間１６内の電源装置３６を効率良く冷却すること
ができるので、大容量のＬＥＤ３２の発熱を抑制することができ、大容量のＬＥＤ３２の
熱によってＬＥＤ照明装置１を取り付ける壁、天井等が劣化等するのを防止できる。
【００３４】
　また、筐体２の下板４の開口５を開閉する下蓋１９の裏面に、表面側に複数のＬＥＤ３
２を実装し、裏面側にヒートシンク３３を取り付けたＬＥＤ回路基板３１を取り付けたの
で、ＬＥＤ３２を寿命、故障等によって新しいものと交換する場合、下蓋１９によって筐
体２の下板４の開口５を開閉させることにより、筐体２の第１空間１５内からＬＥＤ回路
基板３１、ＬＥＤ３２、及びヒートシンク３３を出し入れすることができる。
【００３５】
　従って、筐体２を壁、天井等に取り付けたままの状態で、下蓋１９を開閉させることに
より、筐体２の第１空間１５内からＬＥＤ回路基板３１、ＬＥＤ３２、及びヒートシンク
３３を出し入れすることができるので、対象のＬＥＤ３２の交換を容易に行うことができ
るとともに、ＬＥＤ３２の交換後に、ＬＥＤ回路基板３１、ＬＥＤ３２、及びヒートシン
ク３３を第１空間内に容易に取り付けることができる。
【００３６】
　図１０～図２０には、本発明によるＬＥＤ照明装置の第２の実施の形態が示されている
。このＬＥＤ照明装置１は、図１０～図１３に示すように、四角箱状の筐体２の下板４に
、第１空間１５の内外を貫通する長方形状の開口５を設け、この開口５を複数のＬＥＤ３
２を露出させる露出窓として機能させるとともに、前板１０に第１空間１５の内外を貫通
する長方形状の開口１１を設け、この前板１０の開口１１を開閉させる前蓋２５を設け、
さらに、下板４の内面側の開口５の周縁部に、開口５に沿うように一対のレール２６、２
６を設け、この一対のレール２６、２６によってＬＥＤ回路基板３１を支持することによ
り、前板１０の開口１１介して第１空間１５内にＬＥＤ回路基板３１、ＬＥＤ３２、及び
ヒートシンク３３を出し入れ可能に構成したものであって、その他の構成は前記第１の実
施の形態に示すものと同様である。
【００３７】
　レール２６は、図１８～図２０に示すように、下板４の開口５の周縁部の内面側に、開
口５に沿うように一体に連結されるＬ形状の支持部２７と、支持部２７の下板４の開口５
側の面に開口５に沿うように一体に連結される逆Ｌ形状のレール部２８とから構成されて
いる。
【００３８】
　レール２６の支持部２７及びレール部２８には、支持部２７及びレール部２８を筐体２
の幅方向に貫通する開口部２９が長手方向に所定の間隔ごとに複数箇所に設けられ、各給
気ファン１７の駆動によって各吸気口７から第１空間１５内に吸い込まれた空気の一部が
、このレール２６の開口部２９を介して下板４の開口５に導かれる。また、各排気ファン
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１８の駆動により、筐体２の下板４の外側の空気が下板４の開口５を介してレール２６の
開口部２９に導かれ、開口部２９から各排気口９に導かれ、各排気口９から第１空間１５
外に排出される。
【００３９】
　図１０、図１１、及び図１４に示すように、前蓋２５は、前板１０の開口１１内に嵌合
可能な大きさの長方形板状に形成され、幅方向の一端（上端）が前板１０の開口１１の周
縁部に蝶番２２を介して連結されている。前蓋２５を蝶番２２を中心として筐体２から離
れる方向又は近づく方向に回動させることにより、前板１０の開口１１が開閉される。前
蓋２５は、一対のレール２６、２６の長手方向の端面に当接することにより、それ以上の
第１空間１５内への進入が阻止される。前蓋２５は、前板１０の開口１１を閉じた状態に
、ねじ、バンド等の固定部材３０によって筐体２に固定され、固定部材３０による固定状
態を解除することにより、前蓋２５を開閉させることができる。
【００４０】
　上記のような構成の本実施の形態のＬＥＤ照明装置１にあっても、前記第１の実施の形
態に示すものと同様に、第１空間１５内のＬＥＤ回路基板３１、ＬＥＤ３２、ヒートシン
ク３３、及び第２空間１６内の電源装置３６を効率良く冷却することができるので、大容
量のＬＥＤ３２の発熱を抑制することができ、大容量のＬＥＤ３２の熱によってＬＥＤ照
明装置１を取り付ける壁、天井等が劣化等するのを防止できる。
【００４１】
　なお、本実施の形態においては、各吸気ファン１７の駆動により、各吸気口７を介して
第１空間１５内に吸い込まれた空気の一部を、レール２６の開口部２９を介して下板４の
開口５に導く流れを発生させることができるとともに、各排気ファン１８の駆動により、
筐体２の下板４の外側の空気を下板４の開口５から第１空間１５内に吸い込み、レール２
６の開口部２９を介して各排気口９に導く流れを生じさせることができ、これらの空気の
流れによってＬＥＤ回路基板３１の表面側のＬＥＤ３２を直接に冷却することができる。
【００４２】
　また、筐体２の下板４に設けた一対のレール２６、２６によってＬＥＤ回路基板３１を
支持するように構成したので、ＬＥＤ３２を寿命、故障等によって新しいものと交換する
場合、前蓋２５によって前板１０の開口１１を開閉させることにより、筐体２の第１空間
１５内からＬＥＤ回路基板３１、ＬＥＤ３２、及びヒートシンク３３を出し入れすること
ができる。
【００４３】
　従って、筐体２を壁、天井等に取り付けたままの状態で、前蓋２５を開閉させることに
より、筐体２の第１空間１５内からＬＥＤ回路基板３１、ＬＥＤ３２、及びヒートシンク
３３を出し入れすることができるので、対象のＬＥＤ３２の交換を容易に行うことができ
るとともに、ＬＥＤ３２の交換後に、ＬＥＤ回路基板３１、ＬＥＤ３２、及びヒートシン
ク３３を第１空間１５内に容易に取り付けることができる。
【符号の説明】
【００４４】
　１　ＬＥＤ照明装置
　２　筐体
　３　上板
　４　下板
　５　開口
　６　左側板
　７　吸気口
　８　右側板
　９　排気口
　１０　前板
　１１　開口
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　１２　後板
　１３　仕切り板
　１４　スリット
　１５　第１空間
　１６　第２空間
　１７　吸気ファン
　１８　排気ファン
　１９　下蓋
　２０　露出窓
　２１　係止爪
　２２　蝶番
　２３　支持台
　２４　ねじ挿通孔
　２５　前蓋
　２６　レール
　２７　支持部
　２８　レール部
　２９　開口部
　３０　固定部材
　３１　ＬＥＤ回路基板
　３２　ＬＥＤ
　３３　ヒートシンク
　３４　放熱フィン
　３５　隙間
　３６　電源装置
　３７　ケーブル
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